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Przedmiotem wynalazku jest sposéb zmiany polo.
zenia elementéw w maskownicy, przeznaczonych
éc maparowywania na mie cienkich warstw sub-
stancji o réznych konturach, jak réwniez urza-
dzenie do stosowania tego sposobu.

W technice nanoszenia warstw cienkich czesto
zachodzi potrzeba naparowywania na tym samym
elemencie kilku warstw réznych substancji o réz-
nych konturach. W tym celu, w czasie procesu
naparowywania nalezy przesuna¢ element papa-
rowywany z jednej maski na inng, ktéra posiada
otmienne kontury od poprzedniej.

Do tego celu, znanej dotychczas aparaturze proéz-
niowej, stosuje sie skomplikiowiane urzgdzenia prze-
suwajgce w czasie naparowywania elementy umie-
szczone w maskowmnicy. Ponadto stosowanie takich
urzgdzen wymaga uzycia dodatkowych préznio-
szczelnych przepustéw obrotowych, ktéore mogg by¢
zrédbami nieszcezelnloSei aparatury prézniowej. Ste-
rowanie mechaniczne z zewmatrz urzadzeniami
zriajdujacymi sie w wysokiej prézni jest czesto
zawiodne. Oprécz tego, duza ilo$¢ elementéw me-
chanicznych umieszczonych w wysokiej prézni
wplywa ujemnie na uzyskanie i utrzymanie jej.

Wynalazek stawia sobie za cel usuniecie wspom-
nianych wyzej wad produkowanych urzadzen stu-
7zacych do zmiany polozenia elementéw w wyso-
kiej prozni, a ponadto stworzenie prostego i nie-
zawodnego sposobu oraz urzadzenia do zmiany
polozenia elementéw w maskownicy. Szczegdlnie
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chodzi o wprowadzenie automatycznej zmiany ma-
sek w wysokiej pr6zni podczas nanoszenia cien-
Irich warstw na elementy znajdujgce sie na ply-
cie wirujgcej. Bardzo istotnym jest to, Ze spo-
s6b ten mozna stosowaé¢ nie wprowadzajgc zad-
nych zasadniczych zmian w ogélnie dostepnej
aparaturze prézniowej przeznaczonej do nanosze-
nia warstw cienkich.

Wedlug wynalazku okazalo sie, ze zmiane po-
lozenia elemntu naparowywanego w maskownicy
mozna uzyska¢ wykorzystujagc stopniowe zwiek-
szanie sity odsrodkowej towarzyszacej zmianie
predkos$ci obrotow plyty wirujacej, na ktérej u-
mieszczone sg maskownice. Wykorzystujac powyz-
szg zasade skonstruowano réwniez i urzadzenie
polegajace na tym, Ze posiada wzdluz maski po
wewnetrznej stronie korpusu sanki, ktére stuzg do
prowadzenia elementu z potozenia I w polozenie II
w czasie zwiekszania predko$ci wirowania plyty
craz zabezpieczajgc przed rysowaniem sie elementu
Zz naniesionymi na nie warstwami.

Wynalazek zostanie objasniony blizej na vod-
stawie rysunku, na ktéorym fig. 1 przedstawia
ogllny widok plyty wirujacej z umieszczonymi na
niej maskownicami, a fig. 2 przedstawia przekroj
maskownicy wzdluz osi A-A. i

Na piycie 8 sg umieszczone promieniowo ma-
skownice. Kazda z maskownic sklada sie z ma-
ski 4 z otworami 9, 10, ktére przymocowane s3



55754

do-korpusu 5 za pomoca ramki 6 i srub 7. Na
masce 4 umieszczony jest naparowywany element 3
wraz z obudowg 2. Obudowa 2 cbcigzajgc element
naparowywany zapewnia dobre przyleganie ele-
mentu 3 do maski 4 oraz zapobiega przesuwaniu
sie go podczas wirowania ptyty & gdy odbywa sie
naparowywanie w jednym ze stabilnych polozen
elementu 3.

Po wewnetrznej stronie korpusu 5 sg wykonane
sanki 1, ktére stuzg do prowadzenia elementu 3
z polozenia I w polozenie II w czasie stopniowego
zwiekszania predkosSci wirowania plyty 8, zabez-
pieczaja go one jednocze$nie przed rysowaniem sie
i uszkodzeniem naparowanych juz na niego warstw.
Sanki 1 blokujg tez element 3 w polozeniu II za-
pewniajac jednbznacme jego usytuowanie w ma-
skownicy. Mozliwe jest zwielokrotnienie zmiany
polozefi elementu 3, co mozna latwo uzyskaé wy-
konujac kilka par sanek 1 wzdluz promienia ply-
ty 8. Predko$é wirowania plyty 8 bylaby wtedy
kilka razy zmieniana. W takim wykonaniu na ele-
ment 3 mozna nanosi¢ kilka warstw réznych sub-
stancji o réznych konturach. Maska 4 moze byé
réwniez bezpoSrednio przymocowywana do ply-
ty 8, ktéra spelnia wtedy role -korpusu 5,

Urzadzenie dziala w nastepujacy spos6b. Na-
parowywany element 3 wraz z obudowg 2 umie-
szcza sie ma masce 4 w potozeniu I. Nastepnie
plycie 8, na ktbrej zamocowana jest maskownica,
nadaje sie ruch ‘wirowy o takiej predkosci aby
element 3 nie mial tendencji do zmiany polezenia.
Po uzyskaniu w polozeniu I warstwy naparowa-
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nej o zadanej grubosci i konturach zwigksza sie
w predkos¢é wirowania plyty 8 tak aby element 3
pod wplywem zwiekszonej sily odsrodkowej prze-
sunal sie z polozenia I w polozenie II nad maske
posiadajgca otwér o innych konturach.

Wykorzystujac spos6b wedlug wynalazku mozna
skonstruowaé¢ inne maskownice, ktére pozwola na
latwa zmiane polozenia naparowywanych elemen-
tow.

Zastrzezenmia patentowe

1. Spos6éb zmiany polozenia elementéw w ma-
skownicy przeznaczonych do naparowywania
na nie cienkich warstw substancji, znamienny
tym, ze dokonuje si¢ ja przez zmiane predko-
Sci wirowania plyty na ktérej jest um.xeszrczony
element naparowywany.

2. Urzadzenie do stosowania sposobu wedlug za-
strz. 1, znamienne tym, ze wzdluz maski (4) po
wewnetrznej stronie korpusu (5) s3 wykonane
sanki (1), ktére stuza do prowadzenia elemen-
tu 3) z polozenia (I) w potozenie (II) w ‘czasie
zwiekszania predko§ci wirowania plyty (8).

3. Urzadzenie wedlug zastrz. 2, znamienne tym,
ze do umieszczenia elementu naparowywanego
jest zaopatrzone w obudowe (2) speiniajgcag
rolg dodatkowego obciazenia.

4. Odmiana urzadzenia wedlug zastrz. 2 i 3, zna-
mienna tym, ze zawiera kilka par sanek (1)
umieszczonych promieniowo w plycie (8) lub
wewnatrz korpusu (5).
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